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CoolMOSTM  CEシリーズに追加された
2種類のパッケージ
　インフィニオンでは、コスト要求の厳しい家電機器、PC用電源モジュール、照明機器などでも低オン抵抗、高
速スイッチングというCoolMOSTM の良さを享受できるように、使いやすさと低コストを追求したCEシリーズを発
売しています。ここでは、CEシリーズをさらに使いやすくする新しい2種類のパッケージをご紹介します。

LED 照明の小型化やコスト削減に最適なSOT－223

　LED 照明、電球型LED などの照明機器は、CE シリーズの良さを発揮できる用途の一つです。
　これまで、照明機器では面実装型で放熱効果の高いDPAKが主に用いられてきました。しかし、小型で消費電力
が小さい電球型LEDでは、DPAKよりさらに小型で低コストのパッケージが求められています。
　この要望に応えて、インフィニオンではDPAKより小型、薄型でコスト効率が高いSOT－223パッケージを発売
しています。
　このSOT－223のピン位置は、DPAKのフットプリントにほぼ収まるので、DPAK用に設計された従来基板に
そのまま実装できます。基板の新設計が不要で、SOT－223による部品コスト削減の効果を最大に享受できます。
しかも、DPAKのフットプリントにSOT－223を実装した時の温度特性は、DPAKを実装した場合よりもやや低下
しますが、その差はわずかです。使用条件で変わりますが、インフィニオンでの検証結果では、SOT－223に変え
ても温度上昇は2 ～3 ℃に収まります。
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図 1.　DPAKと SOT-223パッケージ
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図 2.　フットプリントとパッケージによる温度特性の違い



2

こうして使おうパワーデバイス
Sep 6, 2016

　実装面積の削減が重要な場合は、SOT－223 は横方向の寸法はDPAKと同じですが、縦方向が短いので、基板を
新設すれば実装面積を大幅に削減できます。
　さらに、DPAKのフットプリントに20mm2 の放熱パターンを追加すれば、SOT－223 でもDPAK を実装した場
合と同等の温度特性が得られます。
　このように、新しいSOT－223パッケージは、①基板の新設計なしに低コスト化を最大に享受、②基板を新設計
して小型化と部品コスト削減を両立、③放熱パターンを追加してDPAKと同等の温度特性と部品コスト削減を両立、
という三つの方向で活用することができます。
　小型化やコスト要求が厳しいLED 照明、モバイル・チャージャなどの用途で、今後SOT－223が広く普及してい
くでしょう。

PC 電源モジュールなどの安全性向上に貢献するTO-220 FullPAK Wide Creepage
パッケージ

　PCの電源モジュールや、TVの電源回路では、挿入実装型かつ絶縁型で放熱器を取り付けやすいTO－220 FullPAK 
などのパッケージが広く用いられています。ただし、これらの電源回路は一般に通風孔をもつ開放型電源で、内部
への埃の侵入に注意が必要です。長期間の使用によりパッケージや基板に埃が蓄積すると、高電圧のアーク放電に
よって故障が発生する危険があります。
　そのため、電気機器の絶縁性能に関するEN60664－1規格では、Creepage（沿面距離：絶縁体の表面に沿って
測った端子間の距離）の最小値を環境の汚染レベルごとに規定しています。一般的な樹脂モールド・パッケージの
場合、汚染レベル1（クリーンルーム環境）では最小0.56mmですが、レベル2（閉鎖型電源など汚染されにくい
環境）では1.8mm、レベル3（開放型電源など汚染されやすい環境）では3.6mmとなり、汚染レベルが上がるほ
ど広いCreepage が必要です。
　通常のTO－220 FullPAKパッケージはピン間隔が2.54mmで、レベル2の規格は満たしますが、レベル3の規格
は満たせません。
　そこで、インフィニオンではCreepageを拡大したTO－220 FullPAK Wide Creepage パッケージを発売してい
ます。新しいパッケージは、ピン間隔を4.25mmに広げることによって、レベル3の規格を満たすCreepage を得
ています。
　このTO－220 FullPAK Wide Creepage パッケージは、全体のサイズは従来のTO－220 FullPAK パッケージと
ほんんど変わりません。横方向で0.7mm、高さ方向で0.3mm大きくなりますが、ピンの段付き部を短縮したので、
実装高さは従来のパッケージよりわずかに低くできます。
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図 3.　TOLLパッケージと D2PAKの比較
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Warnings 
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office. 
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Technologies, our products may not be used in any life 
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　従来のパッケージでCreepageを改善する手法として、ピンを樹脂で封止する、ピンにプラスチック・スリーブ
を挿入する、リード・フォーミングを行う、ピンをプラスチック・カバーで覆うなどが用いられてきました。しか
し、これらの手法は1個ごとに追加コストがかかるため、コスト要求の厳しい量産品ではネックとなっていました。
　TO－220 FullPAK Wide Creepage パッケージを用いれば、追加コストなしに、開放型電源の安全性を高めるこ
とができます。

（1）汚染度に対応する機器と使用場所
　　1：クリーンルーム環境
　　2：実験室評価で60950 規格に準拠する機器
　　3：工業・農業地帯で使用される電気機器
（2）材料グループ
　　TO－220など通常のプラスチック・パッケージはグループⅡ

詳細はインフィニオンのWeb をご覧ください。
www.infineon.com/sot-223/jp
www.infineon.com/TO220-FP-widecreepage/jp

本ホワイトペーパーはトランジスタ技術2016年10月号に掲載された原稿を再構成したものです。

汚染度（1） 1 2 3
電圧実効値 250 ［V］
材料グループ（2） ALL Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
最小沿面電圧 0.56 1.25 1.80 2.50 3.20 3.60 4.00 ［mm］

表　EN60664‒1規格で定められた最小沿面電圧


